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A trajetoria da SMART no Brasill
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Ha mais delL2 anos encapsulando chime Pais, a SMART é lider absoluta em tecnologia@gicondutores
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Produtos
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R$2,2 bl

emvendas totaisem
2017, com taxa de
crescimento médio
anual de35%(desde
2003. Liderabsoluta
no Brasil

R$ 670 mi

Investidos em
equipamentose
Infraestrutura de

ultima geracao para
montagem,
encapsulamento e teste
de semicondutores
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R$ 250 mi

emPesquisa &
Desenvolvimento(maisde
4%de todo oP&D anual dc
setor). Patentesno Brasil,
laboratoérios dedicados
(Eldorado) e mais d&o
convéniosde cooperacao
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150 milnoes

€ a capacidadanual
de encapsulamento de
chipse 7 milhGesde
modulos de memoria
em 3 turnos de
trabalho (24h x 7).
Produtosqualificados
portodososh 9 a Qa

globais

6 /O pessoas

compdem a equipe da
SMART Brasik200
engenheiros e técnicqs
além de30 profissionais
nos EUA e Coreia. Mais de
50 engenheirogreinados
no Brasile noexterior.

Mais de 65%mnulheres
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> 15000m?

de instalacOes, sendo mais
de 5000 n% de salas limpas
classes 5000, 1000, 100 e
10, incluindo ETE que
permite oreuso de 75% da
aguautilizada.

> Linhadedicada de P&D
para prototipagemde
semicondutores (890n?)
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Desenvolvimentode novosnegocios
Mercadosalvo no Brasil /= SMART"
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